
JP 2008-311327 A5 2010.5.6

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年5月6日(2010.5.6)
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【年通号数】公開・登録公報2008-051
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【手続補正書】
【提出日】平成22年3月17日(2010.3.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方向に伸びるレジスト液供給口を有する塗布ノズルからレジスト液を吐出させつつ、
前記一方向に交差する方向へ前記塗布ノズル及び基板の被塗布面を相対的に走査させて、
前記被塗布面に前記レジスト液を塗布するレジスト液塗布工程を有するレジスト膜付マス
クブランクの製造方法であって、
　基板の主表面の周縁に沿った外周部分を除く領域にマスクパターンを形成するための薄
膜を有する、基板を準備する工程と、
　前記基板の主表面の周縁に沿った外周部分における基板表面の露出面を接液開始箇所と
し、
　前記基板表面の露出面と前記塗布ノズルの先端部を近接させて、前記基板表面の露出面
に前記レジスト液を接液させる際に、
　前記塗布ノズルの先端部と前記基板表面の露出面との間隔を、相対的に小さい状態で接
液を開始させ、次に、前記塗布ノズルの先端部と前記基板表面の露出面との間隔を、相対
的に大きい状態に広げて接液を完了させる工程、
を有することを特徴とするマスクブランクの製造方法。
【請求項２】
　基板の主表面の周縁に沿った外周部分を除く領域にマスクパターンを形成するための薄
膜を有し、かつ、前記薄膜の端部断面形状は、前記薄膜の端部断面形状に起因して発生す
る塗布ムラを低減させるように、基板周縁部に向かうに従い膜厚が薄くなるように構成さ
れている、基板を準備する工程と、
　接液の完了後、前記塗布ノズルの先端部と前記薄膜の表面との間隔を、前記接液の際の
前記間隔より広い間隔に広げ、前記被塗布面に前記レジスト液を塗布する工程を有するこ
とを特徴とする請求項１記載のマスクブランクの製造方法。
【請求項３】
　液槽に溜められた液体状のレジスト液を塗布ノズルにおける毛細管現象により上昇させ
、基板の被塗布面を下方に向けて前記塗布ノズルの上端部に近接させ、前記塗布ノズルに
より上昇されたレジスト液を該塗布ノズルの上端部を介して前記被塗布面に接液させ、レ
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ジスト液が基板の被塗布面に接液された状態で、液槽及び塗布ノズルを所定の「塗布高さ
」の位置まで下降させ、この状態で前記塗布ノズル及び前記被塗布面を相対的に走査させ
て、前記被塗布面に前記レジスト液を塗布するレジスト液塗布工程を有するレジスト膜付
マスクブランクの製造方法であって、
　基板の主表面の周縁に沿った外周部分を除く領域にマスクパターンを形成するための薄
膜を有する、基板を準備する工程と、
　前記基板の主表面の周縁に沿った外周部分における基板表面の露出面を接液開始箇所と
し、
　前記基板表面の露出面と前記塗布ノズルの上端部を近接させて、前記基板表面の露出面
に前記レジスト液を接液させる際に、
　前記塗布ノズルの上端部と前記基板表面の露出面との間隔を、相対的に小さい状態で接
液を開始させ、次に、前記塗布ノズルの上端部と前記基板表面の露出面との間隔を、相対
的に大きい状態に広げて接液を完了させる工程、
を有することを特徴とするマスクブランクの製造方法。
【請求項４】
　基板の主表面の周縁に沿った外周部分を除く領域にマスクパターンを形成するための薄
膜を有し、かつ、前記薄膜の端部断面形状は、前記薄膜の端部断面形状に起因して発生す
る塗布ムラを低減させるように、基板周縁部に向かうに従い膜厚が薄くなるように構成さ
れている、基板を準備する工程と、
　接液の完了後、前記塗布ノズルの上端部と前記薄膜の表面との間隔を、前記接液の際の
前記間隔より広い間隔であって、接液したレジスト液が前記薄膜の表面より離液する離液
間隔よりも小さい範囲内において、この離液間隔の５０％以上の間隔とし、前記被塗布面
に前記レジスト液を塗布する工程を有することを特徴とする請求項３記載のマスクブラン
クの製造方法。
【請求項５】
　一方向に伸びるレジスト液供給口を有する塗布ノズルからレジスト液を吐出させつつ、
前記一方向に交差する方向へ前記塗布ノズル及び基板の被塗布面を相対的に走査させて、
前記被塗布面に前記レジスト液を塗布するレジスト液塗布工程を有するレジスト膜付マス
クブランクの製造方法であって、
　基板の主表面の周縁に沿った外周部分を除く領域にマスクパターンを形成するための薄
膜を有する、基板を準備する工程と、
　前記基板の主表面の周縁に沿った外周部分における基板表面の露出面を接液開始箇所と
し、
　前記基板表面の露出面と前記塗布ノズルの先端部を近接させて、前記基板表面の露出面
に前記レジスト液を接液させる際に、
　前記塗布ノズルの先端部と前記基板表面の露出面との間隔を、一方向に伸びるレジスト
液供給口に沿って接液が進行していく際に泡の巻き込みが起こらない接液速度になるよう
な間隔とし、接液開始補助手段によって接液を開始させ、接液を完了させる工程、
を有することを特徴とするマスクブランクの製造方法。
【請求項６】
　前記基板の主表面における前記外周部分の幅は、４ｍｍ以上１０ｍｍ以下であることを
特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載のマスクブランクの製造方法。
【請求項７】
　前記接液開始箇所は、前記基板の主表面の端部からの距離が２ｍｍ以上であり、かつ、
前記薄膜の端部からの距離が２ｍｍ以上であることを特徴とする請求項１から６のいずれ
か一項に記載のマスクブランクの製造方法。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか一項に記載のマスクブランクの製造方法によって得られたマ
スクブランクを用いてフォトマスクを製造することを特徴とするフォトマスクの製造方法
。
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